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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft im allgemeinen Strah-
lungsbildgebungsgeräte und insbesondere flexible, 
fügsame und robuste Strahlungsbildgebungsgeräte.

Stand der Technik

[0002] Strahlungsbildgebungssysteme werden in 
breitem Ausmaß für medizinische und industrielle 
Zwecke verwendet. Unter Verwendung von Festkör-
perstrahlungsbildgebungsgeräten erhaltene Bilder 
werden günstiger Weise analysiert und elektronisch 
gespeichert. Bekannte Festkörperstrahlungsbildge-
bungsgeräte sind jedoch schwer, brüchig und starr, 
und werden typischer Weise auf einem Glassubstrat 
ausgebildet. Dies beschränkt ihre industriellen An-
wendungen, wo Mobilität, Robustheit und geringe 
Gewichte erforderlich sind.

Aufgabenstellung

[0003] Es wäre daher wünschenswert, eine Bildge-
bungseinrichtung bereitzustellen, die flexibel und ro-
bust ist, um industrielle Anwendungen inklusive der 
Verwendung der Bildgebungseinrichtung in einge-
engten Bereichen zu ermöglichen, die andernfalls 
der digitalen Bildgebung unzugänglich wären.
[0004] Erfindungsgemäß wird eine flexible Bildge-
bungseinrichtung zur Abbildung eines durch einfal-
lende Strahlung beleuchteten Subjekts bereitgestellt. 
Die flexible Bildgebungseinrichtung beinhaltet ein fle-
xibles Substrat, eine auf dem flexiblen Substrat ange-
ordnete Photosensoranordnung und einen Szintilla-
tor. Der Szintillator ist angeordnet, um die einfallende 
Strahlung zu empfangen und zu absorbieren, und er 
ist zur Umwandlung der einfallenden Strahlung in op-
tische Photonen konfiguriert und mit der Photosenso-
ranordnung optisch gekoppelt. Die Photosensoran-
ordnung ist für den Empfang der optischen Photonen 
konfiguriert, und erzeugt ein den optischen Photonen 
entsprechendes elektrisches Signal.
[0005] Ferner wird erfindungsgemäß ein digitales 
Bildgebungsverfahren zur Abbildung eines Subjekts 
bereitgestellt. Das digitale Bildgebungsverfahren be-
inhaltet das Anpassen einer flexiblen digitalen Bild-
gebungseinrichtung an das Subjekt, wobei das Sub-
jekt zwischen der flexiblen digitalen Bildgebungsein-
richtung und einer Strahlungsquelle angeordnet ist. 
Das digitale Bildgebungsverfahren beinhaltet ferner 
eine aktivierende Strahlungsquelle, um das Subjekt 
der Strahlung auszusetzen, sowie die Aufnahme ei-
nes Bildes mit der flexiblen digitalen Bildgebungsein-
richtung.

Ausführungsbeispiel

[0006] Diese und andere Merkmale, Ausgestaltun-
gen und Vorteile der Erfindung werden aus der nach-
stehenden ausführlichen Beschreibung unter Bezug-

nahme auf die beiliegende Zeichnung näher ersicht-
lich, in der gleiche Bezugszeichen durchwegs gleiche 
Teile bezeichnen. Es zeigen
[0007] Fig. 1 eine Teilschnittansicht von einem Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen flexiblen 
Bildgebungseinrichtung;
[0008] Fig. 2 die flexible Bildgebungseinrichtung 
gemäß Fig. 1 in perspektivischer Ansicht;
[0009] Fig. 3 einen Abschnitt einer beispielhaften 
Photosensoranordnung für die flexible Bildgebungs-
einrichtung gemäß den Fig. 1 und 2;
[0010] Fig. 4 einen beispielhaften Dünnschichttran-
sistor der Photosensoranordnung gemäß Fig. 3;
[0011] Fig. 5 eine geschichtete Struktur des Dünn-
schichttransistors gemäß Fig. 4;
[0012] Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel eines organi-
schen Halbleiters der flexiblen Bildgebungseinrich-
tung 100, die eine transparente Dünnschichttransis-
toranordnung beinhaltet, welche organische Halblei-
ter enthält;
[0013] Fig. 7 einen Abschnitt einer linearen Anord-
nung von Photosensoren und Dünnschichttransisto-
ren;
[0014] Fig. 8 ein Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen digitalen Bildgebungsverfahrens;
[0015] Fig. 9 ein Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Flugsystembildgebungsverfahrens;
[0016] Fig. 10 ein Verfahren zur Ausrichtung einer 
säulenartigen Struktur eines Szintillators bei einer fle-
xiblen Bildgebungseinrichtung mit einem divergieren-
den Strahl zur Verwendung von beispielsweise einer 
linear angeordneten Computertomographieabtast-
einrichtung (CT);
[0017] Fig. 11 ein digitales Bildgebungsverfahren 
für eine Flugsysteminspektionsanwendung, das die 
Einbettung von zumindest einer flexiblen digitalen 
Bildgebungseinrichtung in einem Subjekt beinhaltet, 
bei der eine flexible digitale Bildgebungseinrichtung 
zwischen einem Flugzeugrumpf und einer Isolations-
schicht zum Abbilden eines oder mehrere Abschnitte 
des Flugzeugrumpfs eingebettet ist;
[0018] Fig. 12 ein weiteres Ausführungsbeispiel für 
eine Flugsysteminspektion gemäß dem digitalen 
Bildgebungsverfahren zur Inspektion eines Flügels 
eines Flugzeugs; und
[0019] Fig. 13 eine Rohrleitungsinspektionsanwen-
dung des digitalen Bildgebungsverfahrens.
[0020] Eine flexible Bildgebungseinrichtung 100
zum Abbilden eines durch einfallende Strahlung 75
beleuchteten Subjekts 200 wird nachstehend unter 
Bezugnahme auf die Fig. 1 und 8 beschrieben. Dem-
gemäß beinhaltet die flexible Bildgebungseinrichtung 
100 ein flexibles Substrat 101 und eine auf dem fle-
xiblen Substrat 101 angeordnete Photosensoranord-
nung 110. Die flexible Bildgebungseinrichtung 100
beinhaltet ferner einen so angeordneten Szintillator 
190, dass die einfallende Strahlung 75 empfangen 
und absorbiert wird. Der Szintillator 190 ist zum Um-
wandeln der einfallenden Strahlung 75 in optische 
Photonen konfiguriert und mit der Photosensoranord-
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nung 110 optisch gekoppelt. Ein Beispiel für die ein-
fallende Strahlung 75 umfasst typischer Weise Rönt-
genstrahlen mit einer Wellenlänge innerhalb eines 
Bereichs zwischen etwa 0,0005 Angström und etwa 
5 Angström. Die Photosensoranordnung 110 ist für 
den Empfang der optischen Photonen und zur Erzeu-
gung eines den optischen Photonen entsprechenden 
elektrischen Signals konfiguriert. Dabei ist die allge-
meine Struktur der flexiblen Bildgebungseinrichtung 
100 ähnlich der in der US Patentschrift 5,587,591 
(Jack D. Kingsley et al) beschriebenen. Die bekann-
ten Substrate für Festkörperleuchtschirmstrahlungs-
bildgebungseinrichtungen sind jedoch steif und wei-
sen beispielsweise Glas auf. Demgegenüber ist das 
Substrat 101 flexibel, wie es in Fig. 1 und Fig. 2
durch die beispielhaft angegebene Krümmung ange-
deutet ist. Das flexible Substrat 101 ist günstiger Wei-
se robust, was eine Außenverwendung erleichtert, 
wo auf steifen Substraten wie etwa Glas hergestellte 
Bildgebungseinrichtungen wahrscheinlich aufgrund 
der groben Handhabung und den Transportbedin-
gungen zerbrechen würden. Darüber hinaus erlaubt 
das flexible Substrat 101 den Benutzern die Anpas-
sung der flexiblen Bildgebungseinrichtung 100 an die 
Oberfläche des inspizierten Objekts 200, beispiels-
weise ein Abschnitt einer Flugsystemstruktur.
[0021] Zur Anzeige eine Bildes entsprechend dem 
durch die Photosensoranordnung 110 erzeugten 
elektrischen Signal wird eine Lese- und Rücksetz-
schaltung 210 an die Photosensoranordnung 110 für 
den Empfang der in Reaktion auf einfallende Strah-
lung 75 erzeugten elektrischen Signale elektrisch ge-
koppelt. Die Lese- und Rücksetzschaltung 210 ist fer-
ner an Anzeige- und Analysekomponenten 220 ge-
koppelt, die von der Lese- und Rücksetzschaltung 
passierende Signale verarbeiten, um Informationen 
an den Benutzer der flexiblen Bildgebungseinrich-
tung 110 bereitzustellen.
[0022] Gemäß einem bestimmten Ausführungsbei-
spiel ist ein flexibles Substrat 101 aus Polymeren 
ausgebildet. Das flexible Substrat 101 ist insbeson-
dere aus einem flexiblen organischen Polymer wie 
etwa Polyimid ausgebildet, wobei Beispiele die unter 
den Markennamen Kapton und Upilex vermarktete 
Materialien beinhalten. Upilex ist von UBE Industries, 
Ltd., kommerziell erhältlich, und Kapton ist von E. I. 
du Pont de Nemours and Company kommerziell er-
hältlich. Andere Beispiel für flexible organische Poly-
mere beinhalten Polyethersulfon (PES) von BASF, 
Polyethyleneterphthalat (PET oder Polyester) von E. 
I. du Pont de Nemours and Company, Polyethylenen-
aphthalat (PEN) von E. I. du Pont de Nemours and 
Company und Polyetherimid (PEI) von General Elec-
tric.
[0023] Zur Erhöhung der Flexibilität der flexiblen 
Bildgebungseinrichtung 100 ist gemäß einem beson-
deren Ausführungsbeispiel das flexible Substrats 101
etwa 2/1000 Zoll bis etwas 10/1000 Zoll dick, wäh-
rend eine mechanische Stabilität während der Verar-
beitung bereitgestellt wird. Noch spezieller ist das fle-

xible Substrat 101 etwa 3/1000 Zoll bis etwa 8/1000 
Zoll dick. Eine beispielhafte Dicke für das flexible 
Substrat beträgt etwa 5/1000 Zoll.
[0024] Ein Abschnitt einer beispielhaften Photosen-
soranordnung 110 ist in Fig. 3 dargestellt. Folglich 
beinhaltet eine Photosensoranordnung 110 eine An-
zahl von Photosensoren 120 und eine adressierbare 
Dünnschichttransistoranordnung 130 (TFT). Insbe-
sondere umfasst jeder der Photosensoren 120 eine 
Photodiode 120, beispielsweise eine Photodiode aus 
amorphem Silizium (a-Si). Die TFT-Anordnung 130
beinhaltet eine Anzahl von TFTs 134, von denen je-
der mit einem jeweiligen der Photosensoren 120
elektrisch gekoppelt ist, so dass die jeweiligen Photo-
sensoren 120 in der Photosensoranordnung 110 se-
lektiv adressiert werden. Gemäß Fig. 3 beinhaltet die 
beispielhafte Photosensoranordnung 110 ferner Ab-
tast- und Datenleitungen 131, 132 zum selektiven 
Adressieren jedes der Photosensoren 120. Von Iowa 
Thin Films Technology, Inc., kommerziell erhältliche 
a-Si-Polyimidschichten können vorteilhafter Weise 
zur Ausbildung von auf einem flexiblen Substrat an-
geordneten Photodioden verarbeitet werden.
[0025] Dabei ist die allgemeine Struktur der Photo-
sensoranordnung 110 dieselbe wie die in Fig. 1B der 
vorstehend angeführten US Patentschrift 5,587,591 
gezeigten. Folglich wird eine ausführliche Beschrei-
bung der Photosensoranordnung 110 weggelassen. 
Beispielhafte TFTs 134 beinhalten eine Drainelektro-
de 138, einen über der Gateelektrode 138 angeord-
neten Halbleiterbereich 139 sowie eine in Kontakt mit 
dem Halbleiterbereich 139 stehende Source- und 
Drainelektrode 137, 136, wie es beispielsweise in 
Fig. 4 gezeigt ist. Bei der in Fig. 5 gezeigten speziel-
len geschichteten Struktur des TFT 134 ist der Halb-
leiterbereich 139 über eine dielektrische Gateschicht 
102 angeordnet. Zusätzlich zu den bei der Ausbil-
dung der Source- und Drainelektrode 137, 136 ver-
wendeten typischen Materialien und Techniken kön-
nen ebenfalls Materialien verwendet werden, die kei-
ne bekannte Photolithographie erfordern. Bekannte 
Materialien für die Source- und die Drainelektrode 
137, 136 beinhalten Gold (Au), Palladium (Pd), Platin 
(Pt), Nickel (Ni), Chrom (Cr), Aluminium (Al), Molyb-
dän (Mo), Wolfram (W), Titan (Ti) und Indiumzinnoxid 
(ITO). Die Source- und die Drainelektrode 137, 136
können jedoch ebenfalls aus elektrisch leitfähiger 
Tinte beispielsweise mit metallischen Nanopartikeln 
wie etwa Titanoxid (TiO2) und Gold (Au) oder leitfähi-
gen Polymeren wie etwa Polyethylendioxithiophen 
(PEDOT) unter Verwendung von bekannten Techni-
ken wie etwa Tintenstrahl- oder Siebdruck bei poten-
tiell geringeren Kosten ausgebildet werden. Die aus 
leitfähiger Tinte oder leitfähigen Polymeren ausgebil-
deten Source- und Drainelektroden 137, 136 sind für 
industrielle Bildgebungsanwendungen aufgrund der 
leicht geringeren Geschwindigkeiten und/oder höhe-
ren einbezogenen Spannungen akzeptabel. Gemäß
einem noch spezielleren Ausführungsbeispiel wird 
die Gateelektrode 138 aus leitfähiger Tinte oder leit-
3/24



DE 103 33 821 A1 2004.02.12
fähigen Polymeren ausgebildet, und stellt einen na-
hezu nadellochfreie und glatte Oberfläche bereit, die 
beispielsweise eine RMS-Rauigkeit von etwa 1 bis 10 
Nanometer aufweist, um die Ausbildung einer dielek-
trischen Gateschicht 102 darauf mit einer guten 
Oberflächenqualität und guten elektrischen Eigen-
schaften zu erleichtern. Abtast- und Datenleitungen 
131, 132 werden aus leitfähigen Materialien wie etwa 
Gold, Nickel, Aluminium, Molybdän und Bischichten 
aus Chrom/Gold oder Chrom/Molybdän ausgebildet. 
Beispielhafte Abtast- und Datenleitungen 131, 132
sind in Fig. 2 gezeigt.
[0026] Gemäß einem speziellen Ausführungsbei-
spiel sind die TFTs 134 bekannte auf amorphem Sili-
zium (a-Si) basierende TFTs, wie es beispielsweise in 
der vorstehend angeführten US Patentschrift 
5,587,591 beschrieben ist. Die Source- und Draine-
lektroden 137, 136 sind über einem Halbleiterbereich 
gemäß Fig. 4 angeordnet. Bei dem vorliegenden 
Ausführungsbeispiel beinhalten die Halbleiterberei-
che 139 eine Schicht aus intrinsischem a-Si 103 und 
eine Schicht aus dotiertem a-Si 104, die über der 
Schicht aus intrinsischem a-Si angeordnet ist, wie es 
beispielsweise in Fig. 5 gezeigt ist. Die a-Si-basier-
ten TFTs 134 stellen günstiger Weise die gewünsch-
ten Vorrichtungseigenschaften bereit, wie etwa hin-
sichtlich der Ladungsträgerfeldeffektbeweglichkeit, 
der Subschwellenwertsteigung, und dem 
An/Aus-Verhältnis des Source-/Drainstroms. Die 
adressierbare TFT-Anordnung 130 ist insbesondere 
zwischen dem flexiblen Substrat 101 und den Photo-
sensoren 120 angeordnet, wobei jeder Photosensor 
eine a-Si-Photodiode 120 umfasst. Gemäß dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel sind die Abtastleitung 
131 aus Aluminium (Al) oder aus einer Bischicht aus 
Chrom/Molybdän (Cr/Mo) ausgebildet, und Beispiele 
für die Datenleitung 132 umfassen Molybdän (Mo). 
Zusätzlich beinhaltet jeder der TFTs 134 eine dielekt-
rische Gateschicht 132, die zwischen der Gateelek-
trode 128 und dem Halbleiterbereich 139 angeordnet 
ist, wie es in Fig. 5 gezeigt ist. Die bekannten dielek-
trischen Gateschichten 102 sind aus Siliziumnitrid 
(SiNx) oder Siliziumdioxid (SiO2) ausgebildet. Zur 
Verbesserung der Flexibilität der flexiblen Bildge-
bungseinrichtung 100 kann jedoch die elektrische 
Gateschicht 103 ebenfalls aus einem dielektrischen 
Material wie etwa Polyimid, Polyamid, Parylen und 
Benzocyclobuten (BCB) oder anderen ähnlichen or-
ganischen dielektrischen Materialien ausgebildet 
sein.
[0027] Zur Bereitstellung der mechanischen Stabili-
tät während der Verarbeitung wie etwa der Photoli-
thographie kann die flexible Bildgebungseinrichtung 
100 außerdem eine Beschichtung 105 aufweisen, die 
zwischen dem flexiblen Substrat 101 und der adres-
sierbaren TFT-Anordnung 130 angeordnet ist, wie es 
beispielsweise in Fig. 5 gezeigt ist. Beispiele für die 
Beschichtung 105 beinhalten Siliziumnitrid (SiNx), Si-
liziumdioxid (SiO2) und Aluminiumoxid (Al2O3). Weite-
re Vorteile der Beschichtung 105 sind die Bereitstel-

lung einer Feuchtigkeitsbarriere, die Vermeidung von 
Lösungsmittelausgasung und Polymerkettenzerset-
zung während der Verarbeitung wie etwa bei der 
Photolithographie.
[0028] Für das in Fig. 1 gezeigte besondere Aus-
führungsbeispiel beinhaltet die flexible Bildgebungs-
einrichtung 100 ferner eine Rückflächenschicht 106, 
die auf einer Rückoberfläche 107 des flexiblen Sub-
strats 101 angeordnet ist. Die Rückoberflächen-
schicht 106 umfasst insbesondere Heizelemente 
108, und Beispiele der Rückoberflächenschicht 106
sind aus Molybdän, Wolfram, Platin, polykristallinem 
Silizium (Poly-Si), Zinkoxid (ZnO), Tantalnitrid (TaNx), 
leitfähigen Tinten- oder Widerstandsheizmaterialien 
wie etwa Cr/SiO2, Ta/SiO2, Ti/SiO2 und W/SiO2 aus-
gebildet. Die Heizelemente 108 werden beispielswei-
se durch Vakuumabscheidung, Elektrodenplattierung 
oder elektrodenfreier Plattierung der vorstehend be-
schriebenen Materialien unter Einbeziehung eines Li-
thografievorgangs zur Schichtstrukturierung herge-
stellt. Ein weiteres Beispiel für die Herstellung der 
Rückoberflächenschicht 106 verwendet einen Direkt-
druck der leitfähigen Tinten anstelle von Lithogra-
phievorgängen.
[0029] Gemäß einem besonderen Ausführungsbei-
spiel beinhalten die Heizelemente 108 (nicht gezeig-
te) elektrisch leitfähige thermische Elektroden zur lo-
kalen Neuverteilung von Wärme innerhalb des flexib-
len Substrats 101 und zur globalen Erwärmung und 
Kühlung des flexiblen Substrats 101 während der 
Vorrichtungsverarbeitung. Auf diese Weise verbes-
sert die Rückschicht 106 die dimensionale Stabilität 
des flexiblen Substrats 101 während der Vorrich-
tungsverarbeitung. Die Betriebsweise der Heizele-
mente 108 beinhaltet das Anlegen elektrischen 
Stroms an die thermischen Elektroden zur Erzeu-
gung von thermoelektrischen oder Joule'schen Wär-
meeffekten. Für auf dem thermoelektrischen Effekt 
basierende Wärmeelemente 108 hängt die Richtung 
der Wärmebewegung relativ zu einer thermischen 
Elektrode von der Polarität des angelegten elektri-
schen Stroms ab. Die spezifische Größe und Geome-
trie der thermischen Elektroden variiert mit der Größe 
und der Geometrie der Photosensoranordnung 110
und mit anderen einer spezifischen Anwendung ent-
sprechenden Faktoren.
[0030] Der spezifische Widerstand der Wärmeele-
mente 108 wird derart ausgewählt, dass ein elektri-
scher Strom durch ein Wärmeelement 108 fließt, der 
resultierende Temperaturgradient über das Wärmee-
lement 108 ein lokales Zusammenziehen oder Aus-
dehnen des flexiblen Substrats verursacht, wie es ge-
mäß den Prinzipien der thermoelektrischen oder 
Joule'schen Erwärmung um den entsprechenden Ab-
schnitt des Verarbeitungsbereiches der Photosenso-
ranordnung 100 vorgeschrieben ist. Durch die Bereit-
stellung von Wärmeelementen 108 auf der Rücko-
berfläche 107 des flexiblen Substrats 101 steuert die 
Rückflächenoberschicht 106 dynamisch und auf vor-
teilhafte Weise die Wärmedimensionsveränderungen 
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an dem flexiblen Substrat 101 während der Verarbei-
tung und versetzt diese. Bei einem Ausführungsbei-
spiel kompensiert die Rückoberflächenschicht 106
das Zusammenziehen oder Ausdehnen des flexiblen 
Substrats 101 bei der Verarbeitung innerhalb eines 
Bereichs von etwa 1 bis etwa 1000 Teile pro Million 
(ppm).
[0031] Bei einem anderen Herstellungsausfüh-
rungsbeispiel wird eine (nicht gezeigte) externe Wär-
mevorrichtung auf dem flexiblen Substrat 101 wäh-
rend der Vorrichtungsverarbeitung zur dynamischen 
Steuerung und Versetzung der Wärmedimensions-
veränderung des flexiblen Substrats 101 befestigt. 
Die externe Erwärmungsvorrichtung ist nach der Her-
stellung der flexiblen Bildgebungseinrichtung 100
vollständig von dem flexiblen Substrat 101 entfern-
bar. Sowohl die Rückflächenoberschicht 106 als 
auch die externe Erwärmungsvorrichtung erleichtern 
die Implementierung eines Erwärmungs- und Abküh-
lungssteuermechanismus auf dem flexiblen Substrat 
101 während der Vorrichtungsverarbeitung bedeu-
tend, um die Dimensionsstabilität des flexiblen Sub-
strats 101 während der Verarbeitung aktiv zu steuern 
und aufrechtzuerhalten.
[0032] Organische Halbleiter sind ebenfalls wün-
schenswerte Materialien für den Halbleiterbereich 
aufgrund ihrer mechanischen Flexibilität sowie ihrem 
Potential für Abscheidungsvorgänge bei Raumtem-
peratur. Folglich umfasst bei einem anderen Ausfüh-
rungsbeispiel der Halbleiterbereich 109 einen organi-
schen Halbleiter („organischer Halbleiterbereich"). 
Beispiele für organische Halbleiter beinhalten Pen-
tacen, Naftacen, Cuftalocyanin und Alpha-Sexithie-
nyl. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel sind 
die Abtastleitungen 131 aus Nickel (Ni) oder Alumini-
um (Al) ausgebildet, und beispielhafte Datenleitun-
gen 122 umfassen Palladium (Pd) oder Gold (Au). 
Der organische Halbleiterbereich 139 ist insbesonde-
re über den Source- und Drainelektroden 137, 136
angeordnet. Diese Konfiguration ist zum Schützen 
des organischen Halbleiterbereichs 139 während der 
photolithographischen Verarbeitung und der Ab-
scheidung der traditionellen Source- und Drainelekt-
roden 137, 136 beispielsweise aus Gold oder Platin 
vorteilhaft. Wenn die Source- und Drainelektroden 
137, 136 unter Verwendung einer leitfähigen Tinte 
oder leitfähigen Polymeren ausgebildet werden, ist 
es vorteilhaft, die Source- und Drainelektrode 137, 
136 auf dem organischen Halbleiterbereich 139 auf-
grund der allgemeinen überlegenen Leistungsfähig-
keit derartiger Topelektrodenkonfigurationen auszu-
bilden. Vorliegend werden der Begriff „Über" sowie 
„Auf" relativ zu dem flexiblen Substrat 101 verwen-
det. Beispielsweise die Bezeichnung, dass die Sour-
ce- und Drainelektroden 137, 136"auf" (oder "Über") 
dem organischen Halbleiterbereich 139 angeordnet 
sind, gibt an, dass die Source- und Drainelektrode 
127, 136 weiter weg von dem flexiblen Substrat 101
als der organische Halbleiterbereich 139 angeordnet 
sind, wie beispielsweise in Fig. 5 gezeigt ist. Bei dem 

vorliegenden Ausführungsbeispiel mit einem organi-
schen Halbleiter für die flexible Bildgebungseinrich-
tung 100 sind die Photosensoren 120 wünschens-
werter Weise zwischen dem flexiblen Substrat 101
und der adressierbaren TFT-Anordnung 130 gemäß
Fig. 6 angeordnet, um die organischen Halbleiterbe-
reiche 139 vor der bei der Ausbildung der Photosen-
soren 120 involvierten Verarbeitung weiter zu schüt-
zen. Gemäß einer besonderen Ausgestaltung dieses 
Ausführungsbeispiels sind die TFTs 134 optisch 
transparent, um durch den Szintillator 190 erzeugte 
optische Photonen das Passieren durch die TFTs 134
zu den Photosensoren 130 zu ermöglichen. Optisch 
transparente TFTs 134 beinhalten transparente Sour-
ce-, Drain- und Gateelektroden 136, 137, 138 und 
dünne transparente organische Halbleiter 139 wie 
etwa Pentacen, Naphthacen, Cu-Phthalocyanin und 
Alpha-Sexithienyl. Beispiele für die transparente 
Source-, Drain- und Gateelektroden 136, 137, 138
umfassen transparente leitfähige Metalloxide wie 
etwa Indiumzinnoxid (In2O3:Sn, ITO) und Aluminium-
zinkoxid (ZnO:Al, AZO), oder Elektrodenstrahl- oder 
Innenstrahl-abgeschiedene ultradünne Metallschich-
ten, die eine hohe optische Durchlässigkeit und elek-
trische Leitfähigkeit zeigen, wie etwa Aluminium (Al), 
Palladium (Pd), Nickel (Ni) und Gold (Au).
[0033] Wie bei den traditionellen digitalen Bildge-
bungseinrichtungen wird der Szintillator 190 so aus-
gewählt, dass er einen relativ großen Querschnitt für 
einfallende Strahlung 75 aufweist, so dass ein großer 
Abschnitt der einfallenden Strahlung absorbiert wird 
und optische Photonen erzeugt werden. Ein Beispiel-
material für den Szintillator 190 ist Cäsiumiodid (CsI), 
beispielsweise mit Thallium dotiertes Cäsiumiodid. 
Cäsiumiodid weist vorteilhafter Weise einen relativ 
großen Querschnitt für Röntgenstrahlen auf. Gemäß
einem besonderen Ausführungsbeispiel werden be-
stimmte Phosphormaterialien wie etwa CsI als Dünn-
schicht abgeschieden. Gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel wird CsI in Faserform ausgebildet. 
Andere Beispiele für Szintillatormaterialien werden 
unmittelbar auf der Photosensoranordnung 110 unter 
Verwendung von Bindern abgeschieden, indem in 
der Industrie bekannte Techniken verwendet werden. 
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel umfasst 
der Szintillator 190 ein Photokathodenmaterial wie 
etwa amorphes Selen. Dabei ist die Photosensoran-
ordnung 110 zur Erfassung von Elektronen und nicht 
von Licht konfiguriert. Bei einem anderen Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst der Szintillator 190 einen 
Leuchtschirm 190. Der Leuchtschirm 190 ist mit der 
Photosensoranordnung 110 optisch gekoppelt, bei-
spielsweise über optisches Epoxid, ein UV-geheiltes 
Haftmittel oder eine optische Kopplungsschmiere. 
Beispiele für die Leuchtschirme 190 umfassen Gado-
liniumoxisulfid mit Terbiumoxidaktivierung. Andere 
Beispiele für die Leuchtschirme 190 umfassen Rönt-
genstrahlleuchtstoffe wie etwa BaFCl:Eu2+, YTaO4 
und ZnCdS:Cu, die in polykristallinen Teilchen und 
letztlich in den Röntgenstrahlleuchtschirm 190 aus-
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gebildet werden.
[0034] Zum Schützen des Szintillators 190 kann die 
flexible Bildgebungseinrichtung 100 ebenfalls eine 
Abdeckungsschicht 195 beinhalten, die über dem 
Szintillator 190 gemäß Fig. 1 angeordnet ist. Beispie-
le für die Abdeckschichten 195 sind aus Parylen aus-
gebildet. Gemäß einem besonderen Ausführungsbei-
spiel ist die Abdeckschicht 195 zum Blockieren von 
auf einem Szintillator 190 einfallendem Umgebungs-
licht konfiguriert, und ein Beispielmaterial umfasst 
Polyethylen, das wünschenswerter Weise ein 
schwarzes flexibles organisches Basismaterial ist. 
Ein Beispiel für die Abdeckschicht 195 umfasst eine 
Polyethylenhülse, die oftmals zur Bedeckung der 
Röntgenstrahlschicht verwendet wird und vorteilhaf-
ter Weise ein lichtdichtes Siegel für den Szintillator 
190 bereitstellt.
[0035] Ein Ausführungsbeispiel für die flexible digi-
tale Bildgebungseinrichtung 100 zur Abbildung eines 
durch einfallende Strahlung 75 beleuchteten Sub-
jekts 200 wird nachstehend unter Bezugnahme auf 
die Fig. 1, 3 und 7 beschrieben. Die Beschreibung 
von vorstehend erklärten Merkmalen wird nicht wie-
derholt. Gemäß Fig. 1 beinhaltet die flexible digitale 
Bildgebungseinrichtung 100 ein flexibles Substrat 
101, eine auf dem flexiblen Substrat 101 angeordne-
te Photosensoranordnung 110, und einen Szintillator 
190. Gemäß vorstehender Beschreibung beinhaltet 
die Photosensoranordnung 110 eine Anzahl von 
Photosensoren 120 und eine adressierbare Dünn-
schichttransistoranordnung 130 (TFT). Gemäß den 
Fig. 3 und 7 sind die Photosensoren 120 zur Ausbil-
dung einer Anzahl von Spalten 211 und zumindest ei-
ner Zeile 212 angeordnet. Gemäß einem besonderen 
Ausführungsbeispiel ist das flexible Substrat 101 aus 
einem flexiblen organischen Polymer ausgebildet, 
und ist etwa 3/1000 Zoll bis etwa 8/1000 Zoll dick. 
Gemäß einem noch spezielleren Ausführungsbei-
spiel beinhaltet die flexible digitale Bildgebungsein-
richtung 100 ferner eine auf der Rückoberfläche 107
des flexiblen Substrats 101 angeordnete Rückober-
flächenschicht 106, wie es vorstehend beschrieben 
ist. Gemäß vorstehender Beschreibung umfassen 
Beispiele der TFTs 134 a-Si oder organische Halblei-
terbereiche 130.
[0036] Für das in Fig. 7 gezeigte Ausführungsbei-
spiel sind die Photosensoren 120 zur Ausbildung ei-
ner Zeile 212 angeordnet. Für diese Konfiguration bil-
det die Photosensoranordnung 110 eine lineare An-
ordnung aus. Vorteilhafter Weise ist die Herstellung 
einer linearen Anordnungskonfiguration auf dem fle-
xiblen Substrat 101 relativ leicht, weil die thermisch 
induzierten Dimensionsveränderungen an dem fle-
xiblen Substrat 101 während der Verarbeitung mit re-
duzierter Verarbeitungsfläche sinken.
[0037] Eine besonders nützliche Anwendung des 
Ausführungsbeispiels mit einer linearen Anordnung 
der flexiblen Bildgebungseinrichtung 100 ist die Ver-
sorgung der primären Erfassungskomponenten (oder 
linear angeordneten CT-Abtasteinrichtung, die eben-

falls durch das Bezugszeichen 100 bezeichnet ist) ei-
nes (nicht gezeigten) Computertomographiesystems 
(CT) für medizinische oder industrielle Bildgebung. 
Bei Computertomographieanwendungen ist die line-
ar angeordnete CT-Abtasteinrichtung 100 typischer 
Weise zu dem Kegelstrahl hin geneigt, wie es bei-
spielsweise in Fig. 10 gezeigt ist. Derzeit ist die Her-
stellung von medizinischen linear angeordneten 
CT-Abtasteinrichtungen sehr arbeitsintensiv, da die 
individuellen Module der Photosensoren (beispiels-
weise Siliziumdioden) und Szintillatoren derart aufge-
baut und zusammengebaut sind, dass benachbarte 
Photosensor-/Szintillatormodule in einem leichten 
Winkel relativ zueinander zur Ausrichtung mit den 
einfallenden Röntgenstrahlen angeordnet sind. Dem-
gegenüber ist bei dem Beispiel einer linear angeord-
neten CT-Abtasteinrichtung 100 gemäß Fig. 10 jeder 
Photosensor 120 in einem vorbestimmten Winkel re-
lativ zu einem benachbarten Photosensor 120 zur 
Ausrichtung mit der einfallenden Strahlung 75 orien-
tiert. Gemäß einem Ausführungsbeispiel sind das fle-
xible Substrat 110 und die lineare Photosensoranord-
nung 110 in einer festen Konfiguration derart ange-
ordnet, dass die Position und relative Orientierung je-
des der Photosensoren 120 festgelegt ist. Bei einem 
weiteren Ausführungsbeispiel sind die lineare Photo-
sensoranordnung 110 und das flexible Substrat 101
konfiguriert, um zum Anordnen jedes Photosensors 
120 bei einem vorbestimmten Winkel relativ zu einem 
benachbarten der Photosensoren einstellbar zu sein. 
Weil die flexible Bildgebungseinrichtung 100 flexibel 
ist, ist die Reihe 212 der Photosensoren 120 konfigu-
riert, um neu angeordnet zu werden, damit Änderun-
gen im Abstand zwischen der flexiblen Bildgebungs-
einrichtung 100 und einer Strahlungsquelle 300 ein-
gestellt werden, beispielsweise um die geometrische 
Vergrößerung des unter Inspektion befindlichen Ob-
jekts 200 zu verändern. Vorteilhafter Weise ist der 
Herstellungsvorgang für die linear angeordnete 
CT-Abtasteinrichtung 100 relativ zu dem derzeitigen 
Herstellungsvorgang für linear angeordnet CT-Ab-
tasteinrichtungen relativ leicht, wie es vorstehend be-
schrieben ist. Darüber hinaus sind für linear angeord-
nete CT-Abtasteinrichtungen 100 Photosensoren 
120 als kontinuierliche Reihe 212 konfiguriert, und 
nicht als eine Anordnung diskreter Photosensorzel-
len, was eine überlegene Ausrichtung mit dem Rönt-
genstrahl 75 bei geringeren Kosten bereitstellt.
[0038] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispiel sind die Photosensoren 120 zur Ausbildung 
einer Anzahl von Reihen 212 angeordnet, wobei eine 
zweidimensionale (2D) Photosensoranordnung 110
ausgebildet wird. Vorteilhafter Weise erleichtern 
2D-Anordnungen das Abbilden von großen Abschnit-
ten des Subjekts 200 in Abhängigkeit von der Anzahl 
von Spalten 211 und Reihen 212 und von der Größe 
der Photosensoren 120. Insbesondere erzeugen 
2D-Anordnungen 2D-Bilder aus einem einzelnen Ab-
tastvorgang und stellen eine Bildgebungsbefähigung 
in einem breiteren Bereich bereit. 2D-Anordnungen 
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sind ferner zur Abbildung von mehreren Objekten 
oder von intermittierende Merkmale besitzenden Ob-
jekten in einem Abtastvorgang befähigt. Diese Fähig-
keiten sind für industrielle nicht zerstörende Testan-
wendungen wünschenswert, beispielsweise zur Ab-
bildung von Abschnitten eines Flugzeugrumpfs oder 
einer Maschine, eines Marineschiffs und von Be-
standteilen wie etwa Druckschaltungsplatinen und 
optischen elektronischen Chips. Weitere mögliche 
Zukunftsanwendungen beinhalten die Raumfahrter-
forschung, beispielsweise zur Durchführung einer 
medizinischen Diagnose von Astronauten und Arbei-
tern in Raumstationen während dem Flug und in 
Echtzeit oder zum Kartieren von Hochenergiestrah-
lungsquellen im All. Darüber hinaus treffen Ausrich-
tungs- und Herstellungsvorteile ähnlich zu den vor-
stehend bezüglich dem Linearanordnungsausfüh-
rungsbeispiel beschriebenen auf das 2D-Anord-
nungsausführungsbeispiel für die flexible Abbil-
dungseinrichtung 100 ebenso zu.
[0039] Das 2D-Ausführungsbeispiel der flexiblen 
Bildgebungseinrichtung 100 ist besonders nützlich 
sowohl bei der Herstellung als auch bei Wartungsin-
spektionsanwendungen. Beispielsweise erfordert 
eine derzeitige Röntgenstrahlinspektion von (nicht 
gezeigten) groß strukturierten Druckgussformen das 
Stülpen eines (nicht gezeigten) Röntgenstrahlfilms in 
Baugruppen und das Anpassen des Röntgenstrahl-
films an die Gussformstruktur, wobei eine Röntgen-
strahlquelle eine gegenüberliegende Oberfläche der 
Gussformstruktur bestrahlt. Vorteilhafter Weise ist die 
flexible Bildgebungseinrichtung 100 eine Echt-
zeit-konformer Erfassungseinrichtung, die eine ra-
sche Rückkopplung auf die Orientierung der flexiblen 
Bildgebungseinrichtung 100 zu einem Defekt wie 
etwa einem Riss oder einer heißen Träne bereitstellt, 
die beide hochsensitiv gegenüber der Ausrichtung 
sind. Somit werden Ausrichtung und Erfassung die-
ser eng linearen Merkmale unter Verwendung der fle-
xiblen Bildgebungseinrichtung 100 gegenüber einer 
langsamen Filmbelichtung stärker erleichtert, wo ty-
pischer Weise mehr als zehn (10) Minuten verbraucht 
werden, bevor erkannt wird, ob die Belichtung und 
Ausrichtung erfolgreich war. Inspektionsanwendun-
gen während der Wartung beispielsweise bei 
Land-basierten oder Flugzeuggasturbinenmaschi-
nen ziehen ebenfalls Vorteile aus diesem 2D-Ausfüh-
rungsbeispiel der flexiblen Bildgebungseinrichtung 
100. Günstiger Weise ist die flexible Bildgebungsein-
richtung 100 eine flexible Echtzeitvorrichtung, die in 
engen Orten angeordnet werden kann, und an die zu 
inspizierende Struktur angepasst werden kann. Auf 
diese Weise kann die flexible Bildgebungseinrichtung 
100 verwendet werden, um Zugriff auf spezifische kri-
tische Orte zu erlangen, was zur Bestimmung der Po-
sitionslokalisierung, Defektausrichtung und zur ra-
schen Bestätigung von genauen Belichtungsbedin-
gungen vor der Durchführung einer hochauflösenden 
nicht zerstörenden Inspektion nützlich ist.
[0040] Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel 

für ein digitales Bildgebungsverfahren unter Bezug-
nahme auf Fig. 8 beschrieben. Das digitale Bildge-
bungsverfahren beinhaltet das Anpassen einer fle-
xiblen digitalen Bildgebungseinrichtung 100 an das 
Subjekt 200 gemäß Fig. 8. Die flexible digitale Bild-
gebungseinrichtung 100 ist derart angeordnet, dass 
der Szintillator dem Subjekt 200 zugewandt ist. Eine 
Strahlungsquelle 300, beispielsweise eine Röntgen-
strahlquelle, wird aktiviert, um das Subjekt 200 Strah-
lung 75 auszusetzen. Auf diese Weise tritt die Strah-
lung 75 wie etwa Röntgenstrahlung 75 durch das 
Subjekt 200 und trifft auf den Szintillator 100 auf. Das 
Verfahren beinhaltet ferner die Aufnahme eines Bil-
des mit der flexiblen digitalen Bildgebungseinrichtung 
100. Durch die flexible digitale Bildgebungseinrich-
tung 100 in Reaktion auf die einfallende Strahlung 75
erzeugte elektrische Signale werden beispielsweise 
durch eine Lese- und Rücksetzschaltung 210 emp-
fangen, die ferner mit Anzeige- und Analysekompo-
nenten 220 gekoppelt ist, wie vorstehend bezüglich 
Fig. 1 beschrieben wurde, und wie es in Fig. 8 ange-
geben ist.
[0041] Gemäß den Fig. 3 und 7 kann die flexible di-
gitale Bildgebungseinrichtung 100 eine Anzahl von 
Photosensoren 120 beinhalten, die entweder in einer 
linearen oder einer zweidimensionalen Anordnung 
angeordnet sind. Gemäß vorstehender Beschrei-
bung stellen Linearanordnungskonfigurationen Her-
stellungsvorteile bereit, wohingegen 2D-Anordnun-
gen eine 2D-Bildgebung und eine breite Abbildungs-
befähigung bereitstellt. Obwohl lineare Anordnungen 
eindimensionale Informationen eines abgebildeten 
Objekts 200 bereitstellen, können 2D-Informationen 
mit Linearanordnungskonfigurationen erhalten wer-
den, die während eines Bildabtastvorgangs mobil 
sind, was die Komplexität und die Kosten der 
2D-Bildgebung relativ zu der Durchführung von ein-
zelnen Abtastvorgängen mit 2D-Anordnungskonfigu-
rationen erhöht. Eine der für das erfindungsgemäße 
Verfahren gedachten Anwendungen ist die Flugsys-
teminspektion. Diese Anwendung ist in Fig. 9 darge-
stellt, wo das Subjekt 200 ein Abschnitt eines Flug-
systems ist, beispielsweise ein kommerzielles Flug-
zeug. Für die in Fig. 9 gezeigte Anordnung ist das 
Subjekt 200 ein Flugzeugrumpf 200, und die flexible 
Bildgebungseinrichtung 100 ist um zumindest einen 
Abschnitt des Flugzeugrumpfs 200 gewickelt, und 
insbesondere um eine äußere Haut 244 des Flugzeu-
grumpfs 200. Gemäß Fig. 9 beinhaltet der Flugzeu-
grumpf 200 einen Rahmen 236, eine Anzahl von 
Längsbalken 234 und zumindest ein Bullauge 242, 
und eine Strahlungsquelle 300 wird auf dem Deck 
238 angeordnet. Derzeit erfordert es die Inspektion 
von kommerziellen Flugzeugen, die Seitenplatten 
und die Isolierung 232 zum Inspizieren der strukturell 
kritischen Rahmen 236 und Längsträger 234 des 
Flugzeugrumpfs 200 abzubauen. Das erfindungsge-
mäße Verfahren erleichtert jedoch die Inspektion der 
Längsträger 234 und des Rahmens 236 durch die 
Isolation 232 die Überkopfkästen 236 und die Seiten-
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wände 240, wodurch eine Inspektion ohne Abbau er-
laubt wird, was die Inspektionskosten reduziert und 
mit dem Abbau der Isolation 232 verbundene poten-
tielle Probleme vermeidet. Vorteilhafter Weise kann 
die flexible digitale Bildgebungseinrichtung 100 in 
langen Schichten ausgebildet werden, beispielswei-
se unter Verwendung von a-Si-Polyimidschichten, 
wie etwa die von Iowa Thin Films Technology, Inc., er-
hältlichen. Dieses großskalierte Ausführungsbeispiel 
einer flexiblen digitalen Bildgebungseinrichtung 100
ist in Rollen transportierbar, die um den Flugzeu-
grumpf 200 zur Inspektion des Flugzeugrumpfs gewi-
ckelt werden können. Ein Beispiel der Strahlungs-
quelle 300 ist eine panoramische Röntgenstrahlröhre 
300, die von einer (nicht gezeigten) Hochspannungs-
energieversorgungsquelle versorgt wird. Panorami-
sche Röntgenstrahlröhren emittieren Strahlung mit 
einer breitwinkeligen Verteilung, beispielsweise ober-
halb von etwa 60°. Das digitale Bildgebungsverfah-
ren ist jedoch nicht auf eine spezifische Bauart der 
Strahlungsquelle 300 beschränkt. Auf diese Weise 
können Flugsystemstrukturen 200 wie etwa Flugzeu-
grümpfe 300 effizient inspiziert werden, wobei digita-
le Bilder bereitgestellt werden, und die Verwendung 
und Entsorgung von Massen von Röntgenstrahlfil-
men vermieden wird.
[0042] Andere wünschenswerte Anwendungen be-
inhalten die Verwendung an abgelegenen Orten die 
über raues Terrain zugänglich sind, wo bekannte stei-
fe digitale Röntgenstrahlfelder dazu neigen, zu zer-
brechen. Eine weitere wünschenswerte Anwendung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens ist die Anord-
nung oder das Biegen der flexiblen Bildgebungsein-
richtung 100 in schwer zugänglichen Orten, wie etwa 
in schmalen Öffnungen, wo steife Röntgenstrahlfel-
der verboten wären. Vorteilhafter Weise erlauben die-
se Anwendungen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens eine digitale Bildgebung in Orten und Positio-
nen, wo vormals lediglich (ein nicht gezeigter) Rönt-
genstrahlfilm verwendet werden konnte, was digitale 
Bilder ergibt, die vollständig unter Verwendung von 
(nicht gezeigten) Computern gespeichert und analy-
siert werden, und die die Verwendung, Speicherung 
und Entsorgung eines Röntgenstrahlfilms vermeiden. 
Darüber hinaus fordert die filmradiographische Bild-
gebung im Außenbereich oftmals, dass entweder 
eine (nicht gezeigte) Filmverarbeitungseinrichtung an 
den Inspektionsort gebracht wird, oder dass Filme in 
eine Dunkelkammer zur Entwicklung zurückgebracht 
werden. Das vorliegende digitale Bildgebungsverfah-
ren eliminiert in Verbindung mit leicht verfügbaren 
Laptop-Computern 220 den Bedarf für jegliche dieser 
Denkansätze, und stellt ein Echtzeitverständnis der 
Inspektion bereit. Zusätzlich zu der Abbildung von 
Flugsystemen beinhalten andere wünschenswerte 
Anwendungen das Abbilden von Abschnitten von 
(nicht gezeigten) Rohrleitungen, um Korrosion oder 
degradierende Schweißnähte zu erfassen, sowie der 
Ausrüstung und der Instrumente in Nukleareinrich-
tungen wie etwa Reaktorkammern, strahlungsresis-

tenten Vorrichtungen und Anti-Strahlungsstrukturen 
sowie Müllbearbeitungsrohrleitungen und -maschine-
rien.
[0043] Weitere Anwendungsbeispiele des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens beinhalten die Bildge-
bung von Raumfahrtinstrumenten, Satelliten und 
Raumstationskomponenten während des Aufbaus 
und/oder der Wartung. Für diese beispielhaften An-
wendungen wird die flexible Bildgebungseinrichtung 
100 in Teile, Verstrebungen, Wände und Stützstruk-
turen fokal angepasst.
[0044] Nachstehend wird ein weiteres digitales Ab-
bildungsverfahren unter Bezugnahme auf Fig. 10 be-
schrieben. Das digitale Abbildungsverfahren ist zum 
Abbilden eines Subjekts 200 unter Verwendung einer 
Strahlungsquelle 300 angepasst, die zur Emission ei-
nes divergierenden Strahls 75 gemäß Fig. 10 konfi-
guriert ist. Das digitale Bildgebungsverfahren bein-
haltet das Biegen der flexiblen digitalen Bildgebungs-
einrichtung 100, wozu der Szintillator 190 eine säu-
lenartige Struktur 196 zum Ausrichten der säulenarti-
gen Struktur parallel zu dem divergierenden Strahl 
aufweist, wie es in Fig. 10 angedeutet ist. Die flexible 
digitale Bildgebungseinrichtung 100 ist derart ange-
ordnet, dass das Subjekt 200 zwischen der Strah-
lungsquelle 300 und der flexiblen digitalen Bildge-
bungseinrichtung 100 angeordnet ist. Gemäß vorste-
hender Beschreibung wird das Subjekt 200 abgebil-
det. Zusätzlich kann das digitale Abbildungsverfah-
ren ferner das Einstellen eines Abstands d zwischen 
der Strahlungsquelle 300 und der flexiblen digitalen 
Bildgebungseinrichtung 100 beinhalten, um die säu-
lenartige Struktur 196 des Szintillators 190 mit dem 
divergierenden Strahl 75 weiter auszurichten. Vorteil-
hafte Anwendungen dieses Ausführungsbeispiels 
beinhalten die Computertomographie. Gemäß vor-
stehender Beschreibung bezüglich des Ausführungs-
beispiels einer linear angeordneten CT-Abtastein-
richtung der flexiblen Bildgebungseinrichtung 100
weist das vorliegende erfindungsgemäße Verfahren 
Vorteile hinsichtlich der Leichtigkeit und der Kosten 
der Herstellung sowie der überlegenen Ausrichtung 
im Hinblick auf bekannte CT-Verfahren auf.
[0045] Ein weiteres Ausführungsbeispiel eines digi-
talen Abbildungsverfahrens wird nachstehend unter 
Bezugnahme auf die Fig. 11 und 12 beschrieben. 
Das digitale Abbildungsverfahren ist zum wiederhol-
ten Abbilden von einem oder mehr Abschnitten eines 
Subjekts 200 angepasst, und beinhaltet das Einbet-
ten von zumindest einer flexiblen digitalen Abbil-
dungseinrichtung 100 in das Subjekt 200, sowie das 
Aktivieren der Strahlungsquelle 300 zum Aussetzen 
eines Subjekts 200 gegenüber einem divergierenden 
Strahl 75. Ein Abschnitt des Subjekts 200 ist zwi-
schen der Strahlungsquelle 300 und der flexiblen di-
gitalen Bildgebungseinrichtung 100 angeordnet. Das 
Verfahren beinhaltet ferner das Aufnehmen eines Bil-
des mit der flexiblen digitalen Bildgebungseinrichtung 
100. Gemäß vorliegender Verwendung bezeichnet 
der Ausdruck „das Subjekt 200 einer Strahlung 75
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aussetzen" das Aussetzen von zumindest einem Ab-
schnitt des Subjekts 200 gegenüber der Strahlung 
75. Um mehrere Abschnitte des Subjekts 200 abzu-
bilden, kann eine Anzahl von flexiblen digitalen Abbil-
dungseinrichtungen 100 in das Subjekt 200 eingebet-
tet werden. Bei einem besonderen Ausführungsbei-
spiel ist das Subjekt 200 ein Abschnitt einer Flugsys-
temstruktur.
[0046] Bei dem in Fig. 11 gezeigten besonderen 
Ausführungsbeispiel ist das Subjekt 200 ein Flugzeu-
grumpf 200, und die flexible digitale Bildgebungsein-
richtung 100 ist zwischen dem Flugzeugrumpf 200
und einer Isolationsschicht 232 eingebettet, wie es 
gezeigt ist. Bei der in Fig. 11 dargestellten Flugsyste-
minspektionsanwendung ist insbesondere die flexib-
le digitale Bildgebungseinrichtung 100 zur Abbildung 
eines Längsträgers 234 und einer Überlappungsver-
bindung 246 angeordnet. Bei der beispielhaften Kon-
figuration gemäß Fig. 11 erstrecken sich Energie- 
und Datenleitungen 202 durch die Überkopfkästen 
232 und insbesondere aus einem Verteilerkasten 248
heraus zur Verbindung an eine Lese- und Rücksetz-
schaltung 210, an Anzeige- und Analysekomponen-
ten 220 oder (nicht gezeigte) Energieversorgungs-
einrichtungen. Alternativ ist die flexible digitale Bild-
gebungseinrichtung 100 über Fernverbindung mit 
derart externen Komponenten verbunden. Vorteilhaf-
terweise kann durch das Anordnen der flexiblen digi-
talen Bildgebungseinrichtung 100 entlang der Über-
lappungsverbindung 246 unter der Isolierung 232 bei 
dem Flugzeugrumpf 200 die Erfassung und Überwa-
chung von Rissen und Korrosion bei diesen struktur-
kritischen Orten wiederholt durchgeführt werden, 
ohne die Isolierung 232 zu entfernen und wieder ein-
zubauen.
[0047] Eine weitere Flugsysteminspektionsanwen-
dung ist in Fig. 12 dargestellt, wobei das Subjekt 200
ein Flügel 200 ist, und die flexible digitale Bildge-
bungseinrichtung 100 auf einer inneren Oberfläche 
204 eines Flügels 200 zum Abbilden eines Abschnitts 
des Flügels 200 eingebettet ist. Zahlreiche Inspektio-
nen für Flugsysteme erfordern typischer Weise das 
Eindringen von Individuen in den Flügel 200 um 
(nicht gezeigte) radiographische Filme anzuordnen, 
um die Integrität von strukturellen Schlüsselelemen-
ten des Flügels sicherzustellen. Vorteilhafterweise 
reduziert die in Fig. 12 gezeigte Flugsysteminspekti-
onsanwendung die Häufigkeit des Eindringens in den 
Flügel, und stellt eine stabile Verfolgung dieser Kom-
ponenten bereit, weil die flexible digitale Bildge-
bungseinrichtung 100 sich von Inspektion zu Inspek-
tion an derselben Position befindet.
[0048] Andere Beispielstrukturen beinhalten Ab-
schnitte von Rohrleitungen und die Ausrüstung und 
die Instrumente von Nukleareinrichtungen. Fig. 13
zeigt eine Schnittansicht der Anwendung des digita-
len Abbildungsverfahrens auf einen Abschnitt einer 
Rohrleitung, die ebenfalls durch das Bezugszeichen 
200 bezeichnet ist. Gemäß Fig. 13 ist für das vorlie-
gende Ausführungsbeispiel die flexible digitale Bild-

gebungseinrichtung 100 in der Rohrleitung 200 unter 
der Isolierung 232 und dem Überzug 260 zum Erfas-
sen und Überwachen von Anomalien 270 wie etwa 
Korrosion und Brüche eingebettet. Die flexible digita-
le Bildgebungseinrichtung 100 ist insbesondere in 
der Nähe von kritischen Bereichen angeordnet, die 
zur Ausbildung von Korrosion innerhalb der Rohrlei-
tung 200 bekannt sind, wie etwa entlang von (nicht 
gezeigten) Rohrleitungsschweißnähten. Zum Schutz 
der flexiblen digitalen Bildgebungseinrichtung 100
vor Degradation wird die flexible digitale Bildge-
bungseinrichtung vor der (nicht gezeigten) Arbeits-
flüssigkeit durch bekannte Versiegelungsmaßnah-
men versiegelt. Für das in Fig. 13 gezeigte besonde-
re Ausführungsbeispiel ist die flexible Bildgebungs-
einrichtung mit einem beweglichen PIG für den Emp-
fang von Energie und für die Zufuhr von Bildgebungs-
daten (oder -signalen) verbunden. Das Signal wird 
sodann schnurlos von dem beweglichen PIG 262
übertragen.
[0049] Obwohl lediglich bestimmte Merkmale der 
Erfindung vorliegend gezeigt beschrieben sind, kön-
nen dem Fachmann viele Abwandlungen und Verän-
derungen ersichtlich sein. Somit ist beabsichtigt, 
dass die beigefügten Patentansprüche dazu gedacht 
sind, alle derartigen Abwandlungen und Veränderun-
gen abzudecken, die innerhalb des Erfindungsbe-
reichs fallen.
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Patentansprüche

1.  Flexible Bildgebungseinrichtung (100) zum 
Abbilden eines Subjekts (200), das durch einfallende 
Strahlung (75) beleuchtet wird, die flexible Bildge-
bungseinrichtung ist dabei versehen mit:  
einem flexiblen Substrat (101);  
einer Photosensoranordnung (110), die auf dem fle-
xiblen Substrat angeordnet ist; und  
einem Szintillator (190), der so angeordnet ist, dass 
er die einfallende Strahlung empfängt und absorbiert, 

der so konfiguriert ist, dass er die einfallende Strah-
lung in optische Photonen umwandelt, und der mit 
der Photosensoranordnung optisch gekoppelt ist,  
wobei die Photosensoranordnung für den Empfang 
der optischen Photonen und zur Erzeugung eines 
elektrischen Signals entsprechend den optischen 
Photonen konfiguriert ist.

2.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei das flexible Substrat (101) ein Poly-
mer umfasst.

3.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 2, wobei das flexible Substrat (101) ein flexib-
les organisches Polymer umfasst.

4.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 3, wobei das flexible Substrat (101) Polyimid 
umfasst.

5.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 2, wobei das flexible Substrat (101) etwa 
2/1000 Zoll bis etwa 10/1000 Zoll dick ist.

6.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 5, wobei das flexible Substrat (101) etwa 
3/1000 Zoll bis etwa 8/1000 Zoll dick ist.

7.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 1, ferner mit einer Rückoberflächenschicht 
(106), die auf einer Rückoberfläche (107) des flexib-
len Substrats (101) angeordnet ist.

8.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 7, wobei die Rückoberflächenschicht (106) 
eine Vielzahl von Heizelementen (108) umfasst.

9.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Photosensoranordnung (110) 
eine Vielzahl von Photosensoren (120) und eine 
adressierbare Dünnschichttransistoranordnung 
(130) mit einer Vielzahl von Dünnschichttransistoren 
(134) umfasst,  
wobei jeder der Dünnschichttransistoren mit einem 
jeweiligen der Photosensoren elektrisch gekoppelt 
ist, so dass jeweilige Photosensoren in der Photosen-
soranordnung selektiv adressiert werden,  
wobei jeder der Dünnschichttransistoren (134) eine 
Gateelektrode (138), einen über der Gateelektrode 
angeordneten Halbleiterbereich (139) sowie eine 
Sourceelektrode (137) und eine Drainelektrode (136) 
in Kontakt mit in dem Halbleiterbereich und über die-
sem angeordnet umfassen, und  
wobei jeder dieser Halbleiterbereiche (139) eine 
Schicht aus intrinsisch amorphem Silizium (103) und 
eine über der Schicht aus intrinsisch amorphem Sili-
zium angeordnete Schicht aus dotiertem amorphem 
Silizium (104) umfasst.

10.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-

Bezugszeichenliste

75 Strahlung
100 flexible Bildgebungseinrichtung
101 flexibles Substrat
102 dielektrische Gateschicht
103 intrinsischer Halbleiter
104 dotierter Halbleiter
105 Beschichtung
106 Rückoberflächenschicht
107 Rückoberfläche des flexiblen Substrats
108 Heizelemente
110 Photosensoranordnung
120 Photosensor
130 Dünnschichttransistoranordnung
131 Abtastleitung
132 Datenleitung
134 Dünnschichttransistor
136 Sourceelektrode
137 Drainelektrode
138 Gateelektrode
139 Halbleiterbereich
190 Szintillator
195 Abdeckschicht für Szintillator
196 säulenartige Struktur
200 Subjekt
202 Energie- und Datenleitungen
204 innere Oberfläche des Flügels
210 Lese- und Rücksetzschaltung
211 Spalte
212 Reihe
220 Anzeige- und Analysekomponenten
230 Überkopf kästen
232 Isolation
234 Längsträger
236 Rahmen
238 Deck
240 Seitenwand
242 Bullauge
244 Außenhaut
246 Überlappungsverbindung
248 Verteilerkasten
260 Überzug
262 bewegendes PIG
270 Anomalie (Korrosion, Bruch)
300 Strahlungsquelle
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spruch 9, wobei die adressierbare Dünnschichttran-
sistoranordnung (130) zwischen dem flexiblen Subst-
rat (101) und der Vielzahl von Photosensoren (120) 
angeordnet ist, wobei jeder der Photosensoren eine 
Photodiode (120) aus amorphem Silizium aufweist, 
und wobei die flexible Bildgebungseinrichtung ferner 
versehen ist mit:  
einer Beschichtung (105), die zwischen dem flexiblen 
Substrat (101) und der adressierbaren Dünnschicht-
transistoranordnung (130) angeordnet ist; und  
einer Abdeckschicht (195), die über dem Szintillator 
(190) angeordnet ist.

11.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Photosensoranordnung (110) 
eine Vielzahl von Photosensoren (120) und eine 
adressierbare Dünnschichttransistoranordnung 
(130) mit einer Vielzahl von Dünnschichttransistoren 
(134) umfasst,  
wobei jeder der Dünnschichttransistoren mit einem 
jeweiligen der Photosensoren elektrisch gekoppelt 
ist, so dass jeweilige Photosensoren in der Photosen-
soranordnung selektiv adressiert werden, und  
wobei jeder der Dünnschichttransistoren (134) eine 
Gateelektrode (138), einen einen organischen Halb-
leiter umfassenden und über der Gateelektrode an-
geordneten Halbleiterbereich (139), sowie eine Sour-
ceelektrode (137) und eine Drainelektrode (136) in 
Kontakt mit dem Halbleiterbereich aufweist.

12.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 11, wobei der Halbleiterbereich über den 
Source- und Drainelektrode (137, 136) angeordnet 
ist, wobei die Vielzahl von Photosensoren (120) zwi-
schen dem flexiblen Substrat (101) und der adres-
sierbaren Dünnschichttransistoranordnung (130) an-
geordnet ist, wobei die Dünnschichttransistoren 
(134) optisch transparent sind, und wobei die flexible 
Bildgebungseinrichtung ferner eine Abdeckschicht 
(195) umfasst, die über dem Szintillator (190) ange-
ordnet ist.

13.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei der Szintillator (190) Cäsiumiodid 
umfasst.

14.  Flexible Bildgebungseinrichtung nach An-
spruch 1, wobei der Szintillator (190) einen Leucht-
schirm (190) umfasst.

15.  Flexible digitale Bildgebungseinrichtung zur 
Abbildung eines durch einfallende Strahlung (75) be-
leuchteten Subjekts (200), wobei die flexible digitale 
Bildgebungseinrichtung versehen ist mit:  
einem flexiblen Substrat (101);  
einer Photosensoranordnung (110), die auf dem fle-
xiblen Substrat angeordnet ist, wobei die Photosen-
soranordnung eine Vielzahl von Photosensoren 
(120) und eine adressierbare Dünnschichttransisto-
ranordnung (130) mit einer Vielzahl von Dünnschicht-

transistoren (134) umfasst, wobei die Photosensoren 
zur Ausbildung einer Vielzahl von Spalten (211) und 
zumindest einer Reihe (212) angeordnet sind, und 
wobei jeder der Dünnschichttransistoren mit einem 
jeweiligen der Photosensoren elektrisch gekoppelt 
ist, so dass jeweilige Photosensoren in der Photosen-
soranordnung selektiv adressiert werden; und  
einem Szintillator (190), der zum Empfang und zum 
Absorbieren der einfallenden Strahlung angeordnet 
ist, der zum Umwandeln der einfallenden Strahlung in 
optische Photonen konfiguriert ist, und der mit der 
Photosensoranordnung optisch gekoppelt ist,  
wobei die Photosensoranordnung für den Empfang 
der optischen Photonen und zum Erzeugen eines 
elektrischen Signals entsprechend der optischen 
Photonen konfiguriert ist.

16.  Flexible digitale Bildgebungseinrichtung nach 
Anspruch 15, wobei das flexible Substrat (101) ein 
flexibles organisches Polymer umfasst und etwa 
3/1000 Zoll bis etwa 8/1000 Zoll dick ist.

17.  Flexible digitale Bildgebungseinrichtung nach 
Anspruch 15, ferner mit einer Rückoberflächen-
schicht (106), die auf einer Rückoberfläche (107) des 
flexiblen Substrats (101) angeordnet ist, wobei die 
Rückoberflächenschicht eine Vielzahl von Heizele-
menten (108) umfasst.

18.  Flexible digitale Bildgebungseinrichtung nach 
Anspruch 15, wobei die Photosensoren (120) zur 
Ausbildung einer Reihe (212) angeordnet sind.

19.  Flexible digitale Bildgebungseinrichtung nach 
Anspruch 15, wobei die Photosensoren zur Ausbil-
dung einer Vielzahl von Reihen (212) angeordnet 
sind.

20.  Flexible digitale Bildgebungseinrichtung nach 
Anspruch 15, wobei jeder der Dünnschichttransisto-
ren (134) eine Gateelektrode (138), einen über der 
Gateelektrode angeordneten Halbleiterbereich (139), 
sowie eine Sourceelektrode (137) und eine Draine-
lektrode (136) in Kontakt mit dem Halbleiterbereich 
und über diesem angeordnet aufweisen, und wobei 
jeder der Halbleiterbereiche (139) eine Schicht aus 
intrinsischem amorphem Silizium (103) und eine über 
der Schicht aus intrinsischem amorphem Silizium an-
geordnete Schicht aus dotiertem amorphem Silizium 
(104) umfasst.

21.  Flexible digitale Bildgebungseinrichtung nach 
Anspruch 20, wobei die adressierbare Dünnschicht-
transistoranordnung (130) zwischen dem flexiblen 
Substrat (101) und den Photosensoren (120) ange-
ordnet ist, wobei jede von diesem eine Photodiode 
(120) aus amorphem Silizium umfasst, und wobei die 
flexible digitale Bildgebungseinrichtung ferner eine 
Beschichtung (105) aufweist, die zwischen dem fle-
xiblen Substrat (101) und der adressierbaren Dünn-
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schichttransistoranordnung (130) angeordnet ist.

22.  Flexible digitale Bildgebungseinrichtung nach 
Anspruch 15, wobei jeder der Dünnschichttransisto-
ren (134) eine Gatelektrode (138), einem über der 
Gatelektrode angeordneten Halbleiterbereich (139) 
mit einem organischen Halbleiter, sowie eine Source-
elektrode (137) und eine Drainelektrode (136) in Kon-
takt mit dem Halbleiterbereich umfasst.

23.  Flexible digitale Bildgebungseinrichtung nach 
Anspruch 22, wobei der Halbleiterbereich über der 
Sourceund der Drainelektrode (137, 136) angeordnet 
ist, wobei die Vielzahl von Photosensoren (120) zwi-
schen in dem flexiblen Substrat (101) und der adres-
sierbaren Dünnschichttransistoranordnung (130) an-
geordnet ist, und wobei die Dünnschichttransistoren 
(134) optisch transparent sind.

24.  Digitales Bildgebungsverfahren zur Abbil-
dung eines Subjekts (200), das digitale Bildgebungs-
verfahren ist dabei versehen mit den Schritten:  
Anpassen einer flexiblen digitalen Bildgebungsein-
richtung (100) an das Subjekt (200), wobei das Sub-
jekt zwischen der flexiblen digitalen Bildgebungsein-
richtung und einer Strahlungsquelle (300) angeord-
net ist,  
Aktivieren der Strahlungsquelle, um das Subjekt der 
Strahlung (75) auszusetzen, und  
Aufnahme eines Bildes mit der flexiblen digitalen 
Bildgebungseinrichtung.

25.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 24, wobei die flexible digitale Bildgebungsein-
richtung (100) eine Vielzahl von in einer linearen An-
ordnung angeordneten Photosensoren (120) um-
fasst.

26.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 24, wobei die flexible digitale Bildgebungsein-
richtung (100) eine Vielzahl von in einer zweidimensi-
onalen Anordnung angeordneten Photosensoren 
(120) umfasst.

27.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 24, wobei die Strahlungsquelle (300) eine 
zum Belichten der flexiblen digitalen Bildgebungsein-
richtung mit Röntgenstrahlung (75) konfigurierte 
Röntgenstrahlquelle (300) umfasst.

28.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 24, wobei das Subjekt (200) ein Abschnitt ei-
nes Flugsystems ist.

29.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 28, wobei das Subjekt (200) ein Flugzeu-
grumpf ist, und wobei der Anpassungsschritt das Um-
wickeln der flexiblen Bildgebungseinrichtung um zu-
mindest einen Abschnitt des Flugzeugrumpfs auf-
weist.

30.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 28, wobei das Subjekt (200) ein Flugzeugflü-
gel ist, und wobei der Anpassungsschritt ein Umwi-
ckeln der flexiblen Bildgebungseinrichtung um zu-
mindest einen Abschnitt des Flugzeugflügels auf-
weist.

31.  Digitales Bildgebungsverfahren zum Abbil-
den eines Subjekts (200) unter Verwendung einer 
Strahlungsquelle (300), die zur Emission eines diver-
gierenden Strahles (75) konfiguriert ist, dass digitale 
Bildgebungsverfahren ist dabei versehen mit den 
Schritten:  
Biegen einer flexiblen digitalen Bildgebungseinrich-
tung (100) mit einem Szintillator (190) mit einer säu-
lenartigen Struktur (196) zum Ausrichten der säulen-
artigen Struktur parallel zu dem divergierenden 
Strahl;  
Positionieren der flexiblen digitalen Bildgebungsein-
richtung derart, dass das Subjekt zwischen der Strah-
lungsquelle und der flexiblen Bildgebungseinrichtung 
liegt;  
Aktivieren der Strahlungsquelle (300), um das Sub-
jekt dem divergierenden Strahl (75) auszusetzen; 
und  
Aufnahme eines Bildes mit der flexiblen digitalen 
Bildgebungseinrichtung.

32.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 31, ferner mit einem Schritt zum Einstellen ei-
nes Abstands zwischen der Strahlungsquelle (300) 
und der flexiblen digitalen Bildgebungseinrichtung 
(100) zum Ausrichten der säulenartigen Struktur 
(196) des Szintillators (190) mit dem divergierenden 
Strahl (75).

33.  Digitales Bildgebungsverfahren zur Abbil-
dung eines Subjekts (200), dass digitale Bildge-
bungsverfahren umfasst dabei die Schritten:  
Einbetten von zumindest einer flexiblen digitalen 
Bildgebungseinrichtung (100) in dem Subjekt;  
Aktivieren einer Strahlungsquelle (300) zum Ausset-
zen des Subjekts gegenüber einem divergierenden 
Strahl (75), wobei ein Abschnitt des Subjekts zwi-
schen der Strahlungsquelle und der flexiblen digita-
len Bildgebungseinrichtung angeordnet ist; und  
Aufnahme eines Bildes mit der flexiblen digitalen 
Bildgebungseinrichtung.

34.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 33, wobei das Subjekt (200) einen Abschnitt 
einer Flugsystemstruktur umfasst.

35.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 34, wobei das Subjekt (200) einen Flugzeu-
grumpf (200) umfasst, und wobei der Einbettungs-
schritt das Einbetten der flexiblen digitalen Bildge-
bungseinrichtung zwischen dem Flugzeugrumpf und 
einer Isolierungsschicht (232) umfasst.
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36.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 34, wobei das Subjekt (200) einen Flugzeug-
flügel (200) umfasst, und wobei der Einbettungs-
schritt das Einbetten der flexiblen digitalen Bildge-
bungseinrichtung innerhalb des Flugzeugflügels um-
fasst.

37.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 33, wobei das Subjekt (200) einen Abschnitt 
einer Rohrleitung (200) umfasst.

38.  Digitales Bildgebungsverfahren nach An-
spruch 33, wobei der Einbettungsschritt das Einbet-
ten einer Vielzahl von flexiblen digitalen Bildgebungs-
einrichtungen (100) in dem Subjekt (200) umfasst.

39.  Linear angeordnete Computertomographie-
abtasteinrichtung zum Abbilden eines durch einfal-
lende Strahlung (75) beleuchteten Subjekts (200), 
die linear angeordnete Computertomographieabtast-
einrichtung ist dabei versehen mit:  
einem flexiblen Substrat (101);  
einer linearen Photosensoranordnung (110), die auf 
dem flexiblen Substrat angeordnet ist, wobei die Pho-
tosensoranordnung mit einer Vielzahl von in einer 
Reihe (212) angeordneten Photosensoren (120) und 
einer adressierbaren Dünnschichttransistoranord-
nung (130) mit einer Vielzahl von Dünnschichttransis-
toren (134) versehen ist, wobei jeder der Dünn-
schichttransistoren mit einem jeweiligen der Photo-
sensoren elektrisch gekoppelt ist, so dass jeweilige 
Photosensoren in der linearen Photosensoranord-
nung selektiv adressiert werden;  
einem Szintillator (190), der zum Empfangen und Ab-
sorbieren der einfallenden Strahlung angeordnet ist, 
der zum Umwandeln der einfallenden Strahlung in 
optische Photonen konfiguriert ist, und der mit der li-
nearen Photosensoranordnung optisch gekoppelt ist,  
wobei die lineare Photosensoranordnung zum Emp-
fang der optischen Photonen und zum Erzeugen ei-
nes elektrischen Signals entsprechend den opti-
schen Photonen konfiguriert ist.

40.  Linear angeordnete Computertomographie-
abtasteinrichtung nach Anspruch 39, wobei jeder der 
Photosensoren (120) in einem vorbestimmten Winkel 
relativ zu einem benachbarten der Photosensoren 
orientiert ist, um mit der einfallenden Strahlung (75) 
ausgerichtet zu sein, und wobei das flexible Substrat 
(110) und die lineare Photosensoranordnung (110) in 
einer festen Konfiguration angeordnet sind.

41.  Linear angeordnete Computertomographie-
abtasteinrichtung nach Anspruch 39, wobei die linea-
re Photosensoranordnung (110) und das flexible 
Substrat (101) konfiguriert sind, um zum Anordnen 
jedes der Photosensoren (120) in einem vorbestimm-
ten Winkel relativ zu einem benachbarten der Photo-
sensoren einstellbar sind.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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